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Όταν λέμε θερμή συγκόλληση χυτοσιδήρου εν-

νοούμε συγκόλληση με θερμοκρασία προθέρ-

μανσης συγκόλληση με θερμοκρασία προθέρ-

μανσης τεμαχίου περίπου τους 600°C. Η θερ-

μοκρασία αυτή θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα

κατανεμημένη και να διατηρείται καθ’ όλη τη

διάρκεια της συγκόλλησης. Ως υλικό εναπόθε-

σης (ηλεκτρόδιο) χρησιμοποιείται κυρίως της

ίδιας ή παρόμοιας χημικής σύνθεσης με το βα-

σικό μέταλλο.

Μέθοδος συγκόλλησης μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί είτε O2+C2H2 (G) είτε ηλεκτρόδιο (Ε). Η τε-

λευταία προτιμάται κυρίως για ογκώδη τεμάχια.

Η παραπάνω θερμοκρασία θεωρείται η πιο ιδα-

νική για τη συγκόλληση χυτοσιδήρου εν θερμώ,

γιατί στη θερμοκρασία αυτή ο χυτοσίδηρος βρί-

σκεται σε περιοχή πλαστικοποίησης στην οποία

αφ’ ενός γίνεται απόσβεση τάσεων, αφ’ ετέρου

η αντοχή είναι τόση που επαρκεί για την αυτο-

συγκράτηση τεμαχίου έναντι παραμορφώσεων

π.χ. λόγω βάρους.

Η θερμοκρασία εργασίας η προθέρμανσης TV –

600°C δεν είναι μοναδική. Έχουν γίνει συγκολ-

λήσεις και σε θερμοκρασίες 400°C - 680°C με

αρκετά καλά αποτελέσματα. Ημίθερμη συγκόλ-

ληση είναι αυτή που το τεμάχιο θερμαίνεται το-

πικά δηλ. μόνο στην περιοχή που πρόκειται να

γίνει η συγκόλληση.
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2. Υλικά εναπόθεσης
(Ηλεκτρόδια)

Γενικά τα ηλεκτρόδια θερμής

συγκόλλησης χυτοσιδήρου

διαφέρουν σημαντικά με αυτά

του χάλυβα π.χ. έχουν

μεγαλύτερες και διάφορες

διατομές Σχ. 1. Είναι κυρίως

χυτευτά, φέρουν επιφανειακή

επίστρωση χαλκού Cu η Αργύρου

Ag. Συχνά χρησιμοποιούνται

ηλεκτρόδια με πυρήνα

χυτοσιδήρου και πρεσαριστή

επένδυση, η οποία συνήθως

περιέχει τα στοιχεία Ni, Mn τα

οποία μεταλλουργικώς επιδρούν

θετικά στη συγκόλληση. Κατά τη

θερμή ή ημίθερμη συγκόλληση

τόσο με τη μέθοδο «G», όσο και

με την «Ε» χρησιμοποιείται

πρόσθετα προστατευτική σκόνη

(βόρακας), η οποία 

-Βοηθάει στην καλύτερη

ρευστοποίηση του μπάνιου.

-Διαλύει διάφορα ανεπιθύμητα

οξείδια, τα οποία στη συνέχεια

μεταφέρονται στην επιφάνεια του

μπάνιου απ’ όπου και

απομακρύνονται εύκολα μετά την

πήξη.

-Διευκολύνει τη σύνδεση βασικού

μετάλλου με υλικό εναπόθεσης.

Επειδή η παραπάνω σκόνη

(βόρακας) είναι υδροσκοπική

πρέπει πριν χρησιμοποιηθεί να

γίνεται κάποια αποξήρανση η

στέγνωμα όπως γίνεται και στα

βασικά ηλεκτρόδια. Το ίδιο ισχύει

και όταν ο βάρακας δεν

χρησιμοποιείται υπό μορφή

σκόνης, αλλά βρίσκεται ως

επένδυση στην επιφάνεια του

ηλεκτροδίου. Στην περίπτωση

επένδυσης, η συγκόλληση γίνεται

καλύτερη και ευκολότερη, λόγω

του ότι η επίστρωση είναι

συγκεκριμένου πάχους και η

δοσολογία στο μπάνιο γίνεται

ομοιόμορφα. Καθ’ όλη τη

διάρκεια της συγκόλλησης ή

προετοιμασίας, χρειάζεται

ιδιαίτερη προσοχή τόσο με τη

σκόνη, όσο και με το

επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο, γιατί ο

βόρακας περιέχει δραστικές

ουσίες, οι οποίες δεν πρέπει να

έρθουν σ’ επαφή με το δέρμα και

με είδη τροφίμων. Ο

συγκολλητής θα πρέπει να

χρησιμοποιεί πάντα τα γάντια και

πριν το φαγητό να πλένει καλά τα

χέρια. 

Τα ηλεκτρόδια θερμής και

ημίθερμης συγκόλλησης GGL

προδιαγράφονται στο DIN 8573.

Η διάμετρός τους κυμαίνεται από

4-12mm και για μεγαλύτερες

επιδόσεις έως 20 mm και άνω. Οι

στο παραπάνω αναφερόμενο DIN

8573 χημικές αναλύσεις των

ηλεκτροδίων (πίνακας 1), είναι

τελείως ενδεικτικές. Στην πράξη

υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις.

Παρ’ όλα αυτά όμως ο πίνακας 1

περιέχει προσανατολιστικά

στοιχεία τα οποία βοηθούν στην

επιλογή ηλεκτροδίου, χωρίς να

αποτελούν πλήρη εγγύηση σ’ ότι

αφορά τόσο την αντοχή όσο και

τη συνοχή μεταξύ ηλεκτροδίου

και βασικού μετάλλου.

Είναι γνωστό ότι το εύρος

χρήσης ηλεκτροδίων σε
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Συγκόλλ
ηση 

Χυτοσιδ
ήρου GGL

Nr C% Si% Mn% P% S%

1 2.60 3.50 0.45 0.80 0.09

2 2.70 3.30 0.70 0.40 0.03

3 3.05 3.35 0.55 0.60 0.07

4 3.15 3.60 0.50 0.60 0.08

5 3.15 2.90 0.65 0.08 0.08

6 3.20 3.80 0.50 0.50 0.08

7 3.50 3.50 0.45 0.80 0.08

8 7.00 2.90 0.60 0.70 0.10

ΠINAKAΣ 1

Xημικές αναλύσεις διαφορετικών

ηλκετροδίων για συγκόλληση

χυτοσιδήρου.

Στη θερμή και ημίθερμη συγκόλληση, τα

υλικά εναπόθεσης μπορούν να

χρησιμοποιηθούν και με τις δύο μεθόδους

E, G.

Tα ηλεκτρόδια με εμβαπτόμενη και

πρεσσαριστή επένδυση b,c δίνουν

καλύτερα αποτελέσματα.


